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提名奖项：自然科学奖
	成果名称
	先进芯片中器件/电路多层次电磁及多物理场分析与设计

	提名等级
	二等奖

	提名书
相关内容
（附表）
	见附表


	主要完成人
	陈文超，排名1，研究员，浙江大学；
李达，排名2，研究员，浙江大学；
李天武，排名3，研究员，浙江大学金华研究院；
尹文言，排名4，教授，浙江大学。

	主要完成单位
	1.单位名称：浙江大学
2.单位名称：浙江大学金华研究院

	提名单位
	浙江大学

	提名意见
	随着集成电路集成度不断提升，电子器件敏感度显著增加，抗干扰能力大幅减弱，关键无源\有源器件及集成模块的多物理场分析与设计成为实现高性能、高可靠性集成电路的关键瓶颈技术。项目在国家优青、浙江省杰青、国家重点研发计划、国家自然科学基金重大项目/重点项目、华为电磁仿真战略合作等系列项目支持下，瞄准高性能芯片中电磁及多物理场理论和分析设计方法面临的重大挑战，在器件-电路多层级跨尺度微观-宏观一体化建模仿真理论与方法、器件多物理场分析与可靠性建模、电磁及多物理效应防护设计等三个方向取得突破性研究进展。①提出了器件-电路多层级多尺度电磁及多物理场微观-宏观一体化仿真建模理论与方法，解决了关键电子器件及集成封装结构中的电磁及多物理场跨尺度计算问题；②理清了关键器件多物理效应机理，提出了基于多物理效应的关键有源器件和无源器件性能和可靠性模型；③提出了基于新型电磁材料的集成电路电磁防护器件设计新理论与新方法，解决了复杂芯片封装中复杂严峻的电磁干扰泄露问题。
8篇代表论文被本领域内院士、IEEE Fellow等国际著名团队正面他引400余次，3项成果用于华为产品研发，在领域发挥了重要的推动引领作用。代表性论文因学术贡献获IEEE电磁兼容协会IEEE Motohisa Kanda Award论文奖（大陆首次，全球每年仅1篇）。团队成果获中国发明协会创新创业一等奖、中国光学工程学会科技进步二等奖，获著名国际会议论文奖8次，第一完成人获国家优青项目资助。
该成果经公示无异议。
提名该成果为自然科学奖二等奖。



提名书相关内容中的“代表性论文专著目录”或“知识产权和标准规范目录”，可将提名书中的目录页附在公示信息表后面。
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知识产权和标准规范目录
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	专利：陈文超; 段华丽; 纳米半导体器件含时量子输运仿真与性能极限评估方法，2022-9-28, 中国，202211190769.5.
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	4
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